
 

 

 

 

 

 

 

 

  特許明細書における結晶方位の扱い 
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概要 

 材料の物性に関して、集合組織も関係するため、結晶方位による特許申請が行われる事があります。 

   結晶方位解析には、重要な項目があります。 

   材料を圧延板とした場合、重要な事項は 

圧延版の加工履歴 

  最終製品の圧延版の形状 

  極点測定する材料のサンプリング位置と形状 

  サンプリングされた材料の表面処理 

  測定を行う光学系 

  ｒａｎｄｏｍ試料の粒径と測定条件 

  評価試料の粒径と測定条件 

  極点処理方法（ソフトウエア名） 

  ｒａｎｄｏｍ試料のＥｒｒｏｒ評価 

  評価試料の平均化 

  評価試料の極点処理とＥｒｒｏｒ評価 

  結晶方位の定義（結晶方位密度の最大値、体積分率、面積率など） 

  結晶方位解析を行うＯＤＦソフト名 

  ＯＤＦ解析時のＥｒｒｏｒ評価 

  結晶方位ピーク位置のシフト範囲 

  などが考えられます。 

 

圧延版のサンプリング位置による結晶方位の違い 

 ＨｅｌｐｅｒＴｅｘサイト、技術資料、研削集合組織と体積分率を参考にして下さい。 

サンプリングされた材料の表面処理 

 サンプリング位置による結晶方位の違いと同様に深さ方向に集合組織を持ちます。 

 反射法極点測定の場合、極表面と内側では集合組織に違いがあります。 

 中心部分の集合組織が深さ方向の大部分の集合組織を表します。 

粒径の影響 

 粗大結晶材料の場合、試料毎の再現性が得られません。 

 通常圧延版の幅方向の平均極点図測定で評価できますが、長さ方向の平均極点図も必要になります。 

 結晶粒評価としては、材料のロッキングカーブ評価でも代用出来ます。 

測定を行う光学系 

 疑似集中法光学系と平行ビーム光学系では、測定結果が異なる可能性があります。 

 結晶方位の広がりが非対称の場合、平行ビーム光学系では、制限された広がりで測定されています。 

結晶方位密度は結晶方位の高さで求められ、VolumeFraction は結晶方位の広がりを考慮して計算され

ます。この関係で、結晶方位密度と VolumeFractionの比率に差が出ます。 

測定条件 

 一般的な極点図を得るために、 

 極点測定はＳｃｈｕｌｚスリットを用いた疑似集中法の光学系が用いられます。 

 極点図測定ではバックグランドの測定が重要です。 

 バックグランドの測定条件とバックグランド評価も行って下さい。 

 



ｒａｎｄｏｍ試料評価 

 ＸＲＤの極点測定ではＸ線ビームに対し、材料を煽って測定が行われます。 

 極点図の外側ではｄｅｆｏｃｕｓが発生し、回折強度が低下します。 

 この現象の補正に無配向試料を用います。 

 補正曲線評価を行います。 

 ＴｅｎｃｋｈｏｆｆＣａｌｃソフトウエアで評価を行います。 

極点図処理 

 バックグランド削除、ｄｅｆｏｃｕｓ補正、Ｒｐ％の最小化を行います。 

評価試料の平均化 

 圧延版の幅方向の平均化を行います。 

 極点処理を行った複数の極点図の平均化を行います。 

 ＡｄｄｉｎｇＰｏｌｅソフトウエアで平均化処理を行う。 

結晶方位密度の定義 

 ＯＤＦ解析を行った後、各結晶方位（例えば、ｃｕｂｅ、ｃｏｐｐｅｒなど）に対する大小を評価する

 が、最大値や体積分率などで評価される。 

結晶方位位置はＥｕｌｅｒ角度位置で決定されるが、ｃｏｐｐｅｒ方位などは決められた結晶方位位置

とは異なるＥｕｌｅｒ角度にシフトする傾向があります。 

又、Ｅｕｌｅｒ角度を（φ１、Φ、φ２）とした場合、Ｓ方位は（27.03、57.69、18.4）であり 

５度間隔のＯＤＦ図では表現出来ません。このような方位の最大方位密度の決定方法をどのように 

扱うかを決めなければなりません。 

ＯＤＦ解析ソフトウエア 

ＯＤＦ解析法は、Ｈｅｒｍｏｎｉｃ，ＡＤＣ法などがあり、解析方法によりＯＤＦ図は大きく異なりま

す。結晶方位密度の最大値を扱う場合、Ｈｅｒｍｉｎｉｃは、測定間隔、展開次数も関係します。 

ＡＤＣ法の場合、打ち切り条件も関係します。 

 解析した時の、Ｒｐ％とＯＤＦのＥｒｒｏｒ評価も重要な項目になります。 

β－Ｆｉｂｅｒ評価 

 ｂｒａｓｓ方位近くからＳ方位近くを通過しｃｏｐｐｅｒ方位近くに至るβ－Ｆｉｂｅｒに関する 

 評価法として、φ２－結晶方位密度のプロファイル比較があります。 

 近くと表現したのは、圧延版から得られる結晶方位は一般的な結晶方位位置からずれて測定されます。 

 この問題を解決するために、ｂｒａｓｓやＳ，ｃｏｐｐｅｒ方位の真の位置から許容範囲内の最大値で 

 代用する方法があります。 

 φ２－結晶方位密度のプロファイルは、ＯＤＦＤｉｓｐｌａｙ２ソフトウエアで実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Euler角度から計算      Euler角度周辺の最大密度から計算 

  

   

  

 

 ｃｏｐｐｅｒ位置の結晶方位密度 

 φ2=45.0deg 

  

 Copper位置の結晶方位密度は２．８で近くにより大きい結晶方位が存在しています。 

  


